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熱結合機能を用いた熱伝導解析（Femap Thermal）
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接触による熱抵抗や接着箇所の熱伝導などで、部品間

を熱的につなげるためのモデリングが難しい場合があ

ります。熱結合機能を用いると、節点を共有していな

い離れたメッシュの間に伝導コンダクタンス、または

熱伝導率や熱抵抗値が定義でき、離れたメッシュ間を

計算上、熱的に結合することができます。要素の位置

関係を自動的に考慮して、要素ごとの熱結合の度合い

を割り振ることができる非常に優れた機能です。

本解析事例では、チップ、基板、エッジガイド、ケー

スの 4 種類の部品からなる構造物において、チップか

らの発熱による熱伝導の温度分布を解析します。

チップと基板間の接着、基板とケースを結合するため

のエッジガイドを熱結合でモデル化しました。

事例概要

チップと基板の間の接着、エッジガイドを熱結合でモデル化
することで、通常、複雑化するモデルを簡単にすることができ
ました。

例えば、チップと基板の間の接着の熱伝導率、厚さなどの影
響を調べたい場合には、熱結合の設定を変えるだけでよいの
で、効率よく作業を行なうことができます。
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